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Circuitos Integrados
Surgiu na década de 1970. O seu interesse resulta da miniaturização dos circuitos.
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Os componentes discretos são maiores do que precisavam ser. O corpo normal do componente, que nos parece pequeno, é, na verdade um autêntico exagero, se nos restringirmos, electricamente, ao que realmente “faz o trabalho” no componente, ou seja, a sua parte funcional.
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Os circuitos integrados são circuitos electrónicos funcionais, constituídos por um conjunto de transístores, díodos, resistências e condensadores, fabricados num mesmo processo, sobre uma substância comum semicondutora de silício que se designa vulgarmente de chip.
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Vantagens dos circuitos integrados:

· Redução de custos, peso e tamanho.
· Aumento da fiabilidade.
· Maior velocidade de trabalho.
· Redução das capacidades parasitas.
· Menor consumo de energia.
· Melhor manutenção.
· Redução de stocks.
· Redução dos erros de montagem.
· Melhoria das características técnicas do circuito.
· Simplifica ao máximo a produção industrial.
Limitações dos circuitos integrados:

· Limitação nos valores das resistências e condensadores a integrar.
· Reduzida potência de dissipação.
· Limitações nas tensões de funcionamento.
· Impossibilidade de integrar num chip bobinas ou indutâncias (salvo se forem de valores muitíssimo pequenos).
Classificação dos circuitos integrados quanto ao tipo de transístores utilizados:

· Bipolar (exemplo: TTL)
· Mos-Fet (exemplo: CMOS)
Classificação dos circuitos integrados quanto à sua aplicação:


· Lineares ou analógicos

· Digitais

Os primeiros, são CIs que produzem sinais contínuos em função dos que se lhe aplicam nas suas entradas. A função principal do CI analógico é a amplificação. Podem destacar-se neste grupo de circuitos integrados os amplificadores operacionais (AmpOp).
Os segundos são circuitos que só funcionam com um determinado número de valores ou estados lógicos, que geralmente são dois (0 e 1).

Classificação dos circuitos integrados quanto à sua complexidade:

A sua complexidade refere-se ao número de componentes que o CI contém.
SSI (Small Scale Integration) – Integração em pequena escala: São os CI com menos componentes. Podem dispor de até 30 dispositivos por pastilha (chip).
MSI (Medium Scale Integration) – Integração em média escala: Corresponde aos CI com várias centenas de componentes, podendo possuir de 30 a 1000 dispositivos por pastilha.
LSI (Large Scale Integration) – Integração em grande escala: Contém milhares de componentes podendo possuir de 1000 até 100 000 dispositivos por pastilha (estes circuitos normalmente efectuam funções lógicas complexas, tais como toda a parte aritmética duma calculadora, um relógio digital, etc.).
VLSI (Very Large Scale Integration) – Integração em muito larga escala: É o grupo de CI com um número de componentes compreendido entre 100 000 e 10 milhões de dispositivos por pastilha (são utilizados na implementação de microprocessadores).
ULSI (Ultra Large Scale Integration) – Integração em escala ultra larga: É o grupo de CI com mais de 10 milhões de dispositivos por pastilha.
Tipos de cápsulas:

Os principais tipos de cápsulas utilizadas para envolver e proteger os chips são basicamente quatro:

· Cápsulas com dupla fila de pinos (DIL ou DIP – Dual In Line)

· Cápsulas planas (Flat-pack)

· Cápsulas metálicas TO-5 (cilíndricas)

· Cápsulas especiais

Enquanto as cápsulas TO-5 são de material metálico, as restantes podem utilizar materiais plásticos ou cerâmicos.

Cápsulas com dupla fila de pinos

Para os CI de baixa potência – DIL ou DIP
As cápsulas de dupla fila de pinos são as mais utilizadas, podendo conter vários chips interligados.
Nos integrados de encapsulamento DIL a numeração dos terminais é feita a partir do terminal 1 (identificado pela marca), vai por essa linha de terminais e volta pela outra (em sentido anti-horário).

Durante essa identificação dos terminais o CI deve ser sempre observado por cima.

Cápsulas planas (Flat-pack)


As cápsulas planas têm reduzido volume e espessura e são formadas por terminais dispostos horizontalmente. Pelo facto de se disporem sobre o circuito impresso a sua instalação ocupa pouco espaço.
Cápsulas metálicas TO-5 (cilíndricas)


Têm um corpo cilíndrico metálico, com os terminais dispostos em linha circular, na sua base.
A contagem dos terminais inicia-se pela pequena marca, em sentido horário, com o componente visto por baixo.


Cápsulas especiais

As cápsulas especiais são as que dispõem de numerosos terminais para interligarem a enorme integração de componentes que determinados chips dispõem (por exemplo, CI contendo microprocessadores).
Identificação de fabricantes de circuitos integrados

Para localizar as folhas de dados (data sheet) de um circuito integrado na Internet ou nos manuais (data book), pode ser de grande utilidade conhecer o fabricante do mesmo.

Esta lista indica os possíveis fabricantes de circuitos integrados através dos primeiros caracteres (prefixo) da identificação alfanumérica do componente.
	13 - xxxx 
	Sears
	 

	221-xxxx
	Zenith 
	http://www.zenith.com/

	37-xxxx 
	Atari 
	 

	442-xxxx
	Zenith 
	http://www.zenith.com/

	51 xxxx 
	Quasar
	 

	56A xxxx 
	Admiral
	 

	612 XX xxxx
	Magnavox 
	http://www.magnavox.com/

	905 xxxx
	Zenith 
	http://www.zenith.com/

	AD xxxx
	Analog Devices 
	www.analog.com

	AM xxxx 
	Advanced Micro. Devices (AMD) 
	www.amd.com

	AM xxxx 
	Datel Systems 
	http://www.datel.com/

	AN xxxx
	Matsushita
	www.maco.panasonic.co.jp

	AY xxxx 
	General Instrumens 
	www.gi.com

	BA xxxx 
	Rohm  
	www.rohm.com

	CA xxxx 
	RCA (Harris Semiconductors)
	www.semi.harris.com

	CS xxxx 
	Cherry Semiconductors 
	www.cherrysemiconductor.com

	CXA xxxx 
	Sony
	www.sel.sony.com/semi

	CXD xxxx 
	Sony
	www.sel.sony.com/semi

	DBL xxxx
	Daewoo
	http://www.daewoosemicon.co.kr/

	DM xxxx 
	Delco
	www.delco.com

	EA xxxx
	Electronics Arrays 
	 

	ECG xxxx 
	PHILIPS - Silvanya
	www.ecgproducts.com

	EF xxxx
	SGS-Thomson
	www.st.com

	EFB xxxx
	SGS-Thomson
	www.st.com

	GE xxxx
	General Electric 
	www.ge.com

	GL xxxx
	GoldStar
	http://lge.expo.co.kr/lge/

	H xxxx
	Harris
	ww.semi.harris.com

	H xxxx
	Hughes Aircraft 
	 

	HA xxxx 
	Hitachi
	www.halsp.hitachi.com

	HD xxxx 
	Hitachi
	www.halsp.hitachi.com

	IC xxxx 
	Philco
	 

	ICL xxxx
	Intersil
	http://www.intersil.com/

	IR xxxx
	International Rectifier
	www.irf.com

	IX xxxx
	Sharp
	www.sharpmeg.com

	KA xxxx
	Samsung
	www.sec.samsung.com

	KDA xxxx
	Samsung
	www.sec.samsung.com

	KIA xxxx
	KEC - Korea Electronics Co.
	http://www.kec.co.kr/
http://www.keccorp.com/

	KM xxxx
	Samsung
	www.sec.samsung.com

	KS xxxx
	Samsung
	www.sec.samsung.com

	KT xxxx
	KEC - Korea Electronics Co.
	http://www.kec.co.kr/
http://www.keccorp.com/

	LA xxxx
	Sanyo
	www.semic.sanyo.co.jp

	LB xxxx
	Sanyo
	www.semic.sanyo.co.jp

	LC xxxx
	Sanyo
	www.semic.sanyo.co.jp

	Lm A xxxx 
	Lambda
	www.lambdaaa.com

	LM xxxx
	Intersil
	http://www.intersil.com/

	LM xxxx  
	National Semiconductor 
	www.national.com

	LM xxxx
	Raytheon Semiconductors
	www.raytheonsemi.com

	LM xxxx
	Signetics (Philips)
	http://www.semiconductors.com/

	LM xxxx
	Siliconix 
	http://www.siliconix.com/

	LS xxxx
	SGS-Thomson
	www.st.com

	M xxxx   
	Mitsubishi
	www.coris.com

	MA xxxx
	Fairchild 
	www.fairchildsemi.com

	MA xxxx
	Motorola 
	http://sps.motorola.com

	MB xxxx
	Fujitsu 
	www.fujielectric.co.jp

	MC xxxx
	Motorola 
	http://sps.motorola.com

	MK xxxx
	Mostek 
	 

	ML xxxx
	Mitel Semiconductors
	www.mitelsemi.com

	MMI xxxx
	Monolityc Memories
	 

	MN xxxx
	Micro Network
	www.mnc.com

	MP xxxx
	Micro Power Systems
	 

	MPS xxxx
	MOS-Technology
	 

	MSM xxxx
	OKI
	www.okisemi.com

	NC xxxx
	Nitron
	 

	NJM xxx
	New Japan Radio Co., Ltd. 
	www.njr.com

	NJU xxx
	New Japan Radio Co., Ltd.
	www.njr.com

	NTE xxxx
	NTE 
	www.nteinc.com 

	PA xxxx
	Pioneer
	http://www.pioneer.co.jp/

	PM xxxx
	Precision Monolithic
	http://www.analog.com/

	PTC xxx
	Malloty
	www.nacc-mallory.com


	R xxxx
	Rockwell
	www.nb.rockwell.com

	RC xxxx
	Raytheon Semiconductors
	www.raytheonsemi.com

	RH-IXxxxx
	Sharp
	www.sharpmeg.com

	RM xxxx
	Raytheon Semiconductors
	www.raytheonsemi.com

	S xxxx
	American Microsystems (AMI)
	www.amis.com

	SAA xxxx
	Philips
	http://www.semiconductors.com/

	SAA xxxx
	ITT
	www.itt-sc.de

	SE xxxx
	Signetics (Phipips)
	http://www.semiconductors.com/

	SG xxxx
	Silicon General
	http://www.microsemi.com/

	SK xxxx
	Thomson
	www.st.com

	SK xxxx
	RCA (Harris Semiconductors)
	www.semi.harris.com

	SKB xxxx
	Siemens
	http://www.siemens.de/

	SL xxxx
	Plessey Semiconductors
	www.gpsemi.com

	SMC xxxx
	Standard Microsystems
	http://www.smsc.com/

	SN xxxx
	Texas Instruments
	www.ti.com

	SP xxxx
	Plessey Semiconductors
	www.gpsemi.com

	SSM xxxx
	Analog Devices
	www.analog.com

	SSS xxxx
	Precision Monolithic
	http://www.analog.com/

	SSS xxxx
	Solid State Scientific
	 

	ST xxxx
	SGS-Thomson 
	www.st.com

	STK xxxx
	Sanyo
	www.semic.sanyo.co.jp

	STR xxxx
	Sanken
	www.sanken-ele.co.jp 

	SY xxxx
	Synertek
	 

	TA xxxx
	Toshiba
	www.semicon.toshiba.co.jp

	TAA xxxx
	Plessey
	www.gpsemi.com

	TAA xxxx
	ITT
	www.itt-sc.de

	TAA xxxx
	Philips
	http://www.semiconductors.com/

	TAA xxxx
	SGS-ATES Semiconductors
	www.st.com

	TAA xxxx
	Siemens
	www.smi.siemens.com

	TAA xxxx
	Telefunken
	www.temic.com

	TB xxxx
	Toshiba
	www.semicon.toshiba.co.jp

	TBA xxxx
	Plessey
	www.gpsemi.com

	TBA xxxx
	ITT
	www.itt-sc.de

	TBA xxxx
	National Semiconductor 
	www.national.com

	TBA xxxx
	Philips
	http://www.semiconductors.com/

	TBA xxxx
	SGS-ATES Semiconductors
	www.st.com/

	TBA xxxx
	Siemens
	www.smi.siemens.com

	TBA xxxx
	Telefunken
	www.temic.com

	TCA xxxx
	Plessey
	www.gpsemi.com

	TCA xxxx
	ITT
	www.itt-sc.de

	TCA xxxx
	Philips
	http://www.semiconductors.com/

	TCA xxxx
	SGS-ATES Semiconductors
	www.st.com

	TCA xxxx
	Siemens
	www.smi.siemens.com

	TCA xxxx
	Telefunken
	www.temic.com

	TDA xxxx
	Plessey
	www.gpsemi.com

	TDA xxxx
	ITT
	www.itt-sc.de

	TDA xxxx
	Philips
	http://www.semiconductors.com/

	TDA xxxx
	SGS-ATES Semiconductors
	www.st.com

	TDA xxxx
	Siemens
	www.smi.siemens.com

	TDA xxxx
	Telefunken
	www.temic.com

	TM xxxx
	Thordarson
	www.electrobase.com/tm

	UC xxxx
	Solitron
	http://www.solitrondevices.com/

	ULN xxxx
	Sprague
	http://vishay.com/vishay/sprague

	uPC xxxx
	NEC
	www.ic.nec.co.jp

	uPD xxx
	NEC
	www.ic.nec.co.jp

	VP xxxx
	Sanyo
	www.semic.sanyo.co.jp

	VPA xxxx
	Sanyo
	www.semic.sanyo.co.jp

	WEP-xxxx
	Workman
	 

	XC xxxx 
	Motorola 
	www.motorola.com

	XR xxxx
	EXAR Integrated Systems
	www.exar.com

	Z xxxx
	Zilog
	www.zilog.com

	ZN xxxx
	Ferranti GmbH 
	www.comunidadelectronicos.com


	


Logotipos dos Fabricantes de Chips
	[image: image1.png]




	Cherry Semiconductor
	[image: image2.png]




	Samsung Electronics
	[image: image3.png]




	Z-Communications

	[image: image4.png]W\






	Ericsson
	[image: image5.png]LT






	Linear Technology
	[image: image6.png]&






	General Semiconductor
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	Hitachi
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	Comedis Ltd.
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	Mosel Vitelic
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	Torex Semiconductor
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	Shindengen Electric Manufacturing Company Ltd
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	Mitel Semiconductor
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	TDK Semiconductor
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	TriQuint Semiconductor
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	AMD (Advanced Micro Devices)
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	Semelab Plc
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	Micronas Intermetall
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	TelCom Semiconductor
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	VLSI Vision Ltd
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	California Micro Devices
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	Panasonic (Matsushita)
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	Mitsubishi Electric
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	Advanced Hardware Architectures
	[image: image33.png]




	AKM Semiconductor
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	Austria Mikro Systeme
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	Chrontel Inc.
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	Consumer Microcircuits Limited
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	Davicom Semiconductor
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	Advanced Linear Devices
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	Fairchild Semiconductor
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	Gennum Corporation
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	International Rectifier
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	Diotec Elektronische
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	Information Storage Devices
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	Lattice Semiconductor
	[image: image47.png]




	Motorola
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	Microchip Technology

	[image: image49.png]




	National Semiconductor
	[image: image50.png]




	ON Semiconductor
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	O2Micro, Inc.
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	Princeton Technology Corp.
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	Power Innovations
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	Semtech Corp.
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	SanRex
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	Solid State Micro Technology for Music
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	SGS–Thomson Microelectronics
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	Telefunken
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	Philips Semiconductor
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	Winbond Electronics
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Circuito integrado (CI)


visto por dentro e por cima.





Sinal analógico: sinal que tem uma variação contínua


ao longo do tempo.
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Sinal digital: sinal que tem uma variação por saltos de uma forma descontínua.











Encapsulamento QUAD PACK (





O circuito integrado propriamente dito chama-se pastilha (chip, em inglês) e é muito pequeno. A maior parte do tamanho externo do circuito integrado deve-se à caixa e às ligações da pastilha aos terminais externos.








